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表面技術協会 将来めっき技術検討部会 第64回 例会レポート
「半導体／デバイス／プロセス技術～めっき業界の新たなビジネスモデルを探る」
「AI が牽引する超高速伝送の物理限界に挑むプリント配線板と表面処理技術
  ～CPO vs CPC の行方と『知の体系化』」
OKIサーキットテクノロジー株式会社　飯長 裕 氏

「半導体実装技術の開発受託ビジネスモデルとセンサ、光電融合等の実装受託事例」
コネクテックジャパン株式会社　小松 裕司 氏
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